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【57】申請專利範圍
1.　一種鏡子的加工方法，其中：
一鏡子 (1) 以預製的初始狀態提供，其中該鏡子 (1) 具有載體基板 (4) 和形成在其前側上
的偏離預定目標形狀的鏡子表面 (5)，
確定至少一處，在該處該鏡子表面 (5) 的實際形狀偏離其目標形狀，
於此處，一雷射輻射 (3) 以聚焦方式照射到位於該鏡子 (1) 該鏡子表面 (5) 背面的材料區
域 (8) 中，在那裡產生局部體積變化，因而引起該鏡子表面 (5) 的形狀的相應變化，以至
少部分地校正偏差。

2.　根據請求項 1所述的方法，其中
該雷射輻射 (3) 穿過該載體基板 (4) 沿著面向該載體基板 (4) 的該鏡子表面 (5) 的後側的
方向照射。

3.　根據請求項 1或 2所述的方法，其中
該雷射輻射 (3) 從該鏡子外部朝向該鏡子表面 (5) 的正面照射並穿過它。

4.　根據請求項 1或 2所述的方法，其中
處於預製初始狀態的該鏡子 (1) 具有佈置在該載體基板 (4) 和該鏡子表面 (5) 之間的中間
層 (16)，並且該雷射輻射 (3) 被聚焦到該中間層 (16) 中，以便在其材料中產生該局部體
積變化。

5.　根據請求項 4所述的方法，其中
該中間層 (16) 的材料是預製的，而該雷射輻射 (3) 的照射以這樣的方式調整，使得在該
中間層 (16) 的材料中產生的該局部體積變化是可逆的。

6.　根據請求項 1或 2所述的方法，其中
透過該雷射輻射 (3) 將該材料區域 (8) 加熱到其玻璃化轉變溫度以上。
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7.　根據請求項 1或 2所述的方法，其中
該鏡子 (1) 的處理分幾個步驟迭代進行：
在該鏡子 (1) 的加工過程中透過感測器系統 (9)，特別是透過干涉儀來觀察該鏡子表面
(5)，並且因此監控該鏡子表面 (5) 的當前實際形狀，
連續多次照射該雷射輻射 (3)，每次僅產生總體積變化的一部分，並且在每次照射之間根
據來自該感測器系統 (9) 的相應感測器數據檢查是否已經達到該鏡子表面 (5) 的目標形
狀，以及

重複此動作直至達到預期形狀和/或預期的最大體積變化。
8.　根據請求項 1或 2所述的方法，其中
根據偏差，調節該雷射輻射 (3) 的焦點距該鏡子表面 (5) 的距離，特別是自動調節，其中
在偏差較大的情況下使用較小的距離。

9.　根據請求項 1或 2所述的方法，其中
根據偏差，調整受聚焦之該雷射輻射 (3) 影響的該鏡子 (1) 的該材料區域 (8) 的尺寸，特
別是自動調整，當偏差越大，受影響的該材料區域 (8)越大。

10.   根據請求項 1或 2所述的方法，其中
在預製的初始狀態下確定該鏡子 (1) 的像差，並產生相反的局部體積變化模式。

11.   根據請求項 1或 2所述的方法，其中
該雷射輻射 (3) 同時照射在幾個空間間隔的位置處，以便同時產生多個體積變化以校正
多個偏差。

12.   根據請求項 1或 2所述的方法，其中
在預定圖案中，產生平行於該鏡子表面 (5) 延伸的至少一個體積變化和/或多個體積變
化，從而在該鏡子表面 (5) 中產生光學功能結構，用於影響照射到其上的輻射的至少一
種特性，特別是相位和/或光束形狀。

13.   根據請求項 1或 2所述的方法，其中
在產生該局部體積變化之後，整個該鏡子 (1) 被加熱，從而由該雷射輻射 (3) 引起的該鏡
子 (1) 中的熱感應應力被減小和/或所產生的體積變化被逆轉。

14.   一種雷射加工系統，包括雷射輻射源(6)、佈置在其下游的聚焦單元 (7)，用於將由雷射輻
射源(6)產生的雷射輻射 (3) 聚焦到其中可以佈置待加工的鏡子 (1) 的加工中區域、用於檢
測鏡子表面 (5) 的形狀的感測器系統 (9) 以及控制裝置 (10)，其中該雷射加工系統(2)係構
造成，執行一根據請求項 1或 2所述之方法。

圖式簡單說明

圖 1為一實施例中的鏡子和用於使用雷射輻射來加工鏡子的雷射加工系統的示意圖；
圖 2為一實施例中因加工而產生的鏡子的鏡面形狀改變的鏡子的示意圖。
圖 3為另一實施例中的鏡子和用於使用雷射輻射來加工鏡子的雷射加工系統的示意圖；
圖 4為因加工而產生的另一實施例中的鏡子的鏡面形狀改變的鏡子的示意圖。
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